
Analýza pájených spojů
Tato analýza je aplikována prostřednictvím přístroje Microme|x microfocus X-ray inspection system. 

Video ukázka zde.
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Přístroj je navržený především pro 
inspekci složitých desek plošných 
spojů a SMT (Surface Mount Tech-
nology) sestav. Díky použití otevřené 
rentgenové trubice je dosaženo vy-
sokého rozlišení. Vnitřní uspořádání 
zaručuje bezkonkurenční zvětšení 
s možností inspekce pájených 
plošných spojů či dokonce mikrotrh-
lin na kuličkách BGA (Ball Grid Array) 
pouzder. Maximální napětí trubice 
180 kV umožňuje kontrolovat i desky 
osazené BGA pouzdry s chladiči či 
jinými kovovými kryty.

Ukázka vyhodnocení porozity pájeného spoje z rentgenového snímku. Zelenou barvou je ohraničena 
analyzovaná oblast. Nalezené defekty jsou znázorněny žlutou barvou. Hodnota v bílém rámečku zná-
zorňuje procentuální výskyt defektů v analyzované oblasti.

Pořízené rentgenové snímky jsou 
zpracovány unikátními nástroji s 
cílem zvýšení kontrastu dat a odha-
lení defektů. Software také umožňuje 
stanovit porozitu v pájených spojích. 
Inspekce většího množství stejných 
dílů lze částečně automatizovat pro 
účely třídění vadných dílů.

https://youtu.be/iwouJ9CYGqo
https://www.youtube.com/watch?v=SJZR_u7e1GU&feature=emb_logo&ab_channel=GEOil%26GasDigitalSolutions
http://www.ctlab.ceitec.cz

